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股票名称：拓荆科技          股票代码：688072           编号：2023-005 

 

投资者关系活

动类别 

√特定对象调研     □分析师会议 

□媒体采访         □业绩说明会 

□新闻发布会       □路演活动 

√现场参观 

□其他 

参与单位名称 博时基金、南土资产、国寿养老保险、浙商证券 

时间 2023 年 9 月 14 日 

地点 公司现场会议 

公司接待人员

姓名 
证券事务代表：刘锡婷 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

问答环节主要内容： 

1. 公司 2023 年营业收入预期达到多少？  

答：公司于 2022 年 10 月披露了《2022 年限制性股票激励计

划》，其中设置了营业收入增长率的考核指标。 

 

2. 公司 ALD、SACVD 等产品的进展情况，未来公司产品市场

规模预期？ 

答：公司研制的 ALD 设备系列产品包括 PE-ALD 设备和

Thermal-ALD 设备，PE-ALD 设备已实现量产，可以沉积

SiO2、SiN 等介质薄膜材料，Thermal-ALD 设备已出货至不

同客户端进行验证，可以沉积 Al2O3 等金属化合物薄膜；

SACVD 和 HDPCVD 设备均已实现产业化。公司将持续保持

产品核心竞争优势，不断扩大量产应用规模。 

 

3. 公司 PECVD 产品未来在产品形态或性能指标方面还有哪些

进步空间或者发展方向？  

答：随着半导体芯片技术的发展，芯片制造工艺的进步及结

构的复杂化将进一步提高薄膜设备的需求，并对薄膜工艺性

能提出更高的技术要求。公司将紧跟半导体行业技术发展和

市场需求，在现有 PECVD 产品基础上，持续进行设备优化，

提升产品竞争力，不断扩大工艺覆盖面，为客户提供高质量、

高性能的薄膜设备。 

 

4. 公司混合键合设备的进展情况及其未来市场空间情况预期

如何？ 

答：公司晶圆对晶圆键合产品（Dione 300）已通过客户验收，



  

并获得了重复订单，芯片对晶圆键合表面预处理产品

（Pollux）已出货至客户端验证。键合设备市场规模目前很

难量化，潜在市场需求和未来增长空间较大。 

 

5. 公司预计 2023 年第三季度及全年新签订单的趋势情况如

何？是否了解客户端扩产节奏有调整情况？ 

答：公司一直积极跟进客户的扩产节奏，与客户持续签订产

品订单，目前在手订单饱满，具体签订单情况要视客户需求

而定，公司暂未了解下游客户扩产节奏及调整情况。 

 

6. 公司 2022 年在手销售订单金额约 46 亿元，2023 年上半年实

现销售收入近 10 亿元，这两者差距较大主要是什么原因？ 

答：公司通常在与客户签订销售设备订单后进行生产，设备

完成生产后出货至客户端验证，产品通过客户验收后才可以

确认收入。因为薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构的功

能材料层，在芯片完成制造、封测等工序后一般会留存在芯

片中，薄膜的技术参数直接影响芯片性能，所以，薄膜沉积

设备在晶圆厂产线上所需要的验证时间一般较长（通常在

3-24 个月左右）。因此，销售订单签订时间与确认收入时间

之间会存在一定时间差。 

 

7. 请问公司在手订单整体来看，PECVD 产品及其他新产品占

比情况如何？以及应用于逻辑领域和存储领域的占比情

况？ 

答：从公司已披露的 2022年营业收入方面来看，公司PECVD

产品销售收入相较其他产品高一些，但其他产品也正在逐步

扩大量产规模。公司产品在逻辑芯片、存储芯片制造领域均

有广泛应用。 

 

8. 公司薄膜设备产品与海外厂商目前是否还有差距？ 

答：目前公司成熟产品的核心技术及关键性能指标均已达到

国际同类设备先进水平。公司作为本土供应商，可以为客户

提供定制化产品，满足客户差异化需求，并提供及时、快速

的售后服务。 

 

9. 公司是否有规划拓展海外市场？ 

答：公司目前主要聚焦在中国大陆市场，未来适时开拓国际

市场。 

 

10. 公司 PECVD 产品在国内具有明显的竞争优势，目前听说国

内也有其他厂商要做同类产品，公司如何看待国内竞争对

手？ 

答：公司目前主要竞争对手仍为海外设备厂商，暂未从公开

信息了解到国内厂商具体进展情况。半导体设备行业具有技

术壁垒高、研发投入高、技术更新迭代快等特点。公司已在



  

半导体薄膜设备领域深耕十余年，形成了研发团队、技术储

备、客户资源及售后服务等方面的优势。未来公司将不断提

升产品性能，保持产品核心竞争力，进一步提升市场占有率。 

 

11. 公司零部件是否有自产计划？外采零部件主要有哪些？ 

答：公司持续专注于半导体设备的研发与产业化，暂无计划

进军零部件领域。公司设备零部件均从外部采购，目前已搭

建了全球化供应链，确保公司供应链安全、稳定、合规。 

 

12. 公司未来毛利率水平预计会达到多少？ 

答：未来毛利率情况仍需结合产品销量、价格、成本等综合

因素而定，请关注公司后续公开披露信息。 

 


